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1. Welche Applikationsverfahren werden verglichen?

Bei der Applikation von fotostrukturierbaren Lotstopplacken der Lackwerke PETERS
aus den Reihen Elpemer® gewinnt neben den Verfahren Vorhanggielen und Siebdru-
cken die in den USA bereits verbreitete Spruhapplikation in Europa an Bedeutung. Aus
diesem Grunde wird dieses Verfahren neben den beiden etablierten Applikationsver-
fahren im folgenden beschrieben und die Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren
diskutiert.

1.1 Die GieRapplikation

Beim Vorhanggiel3en (curtain coating) wird die Leiterplatte auf eine Geschwindigkeit
von bis zu 90 m/min beschleunigt, durch den Lackvorhang transportiert und wieder auf
die normale Transportgeschwindigkeit von wenigen Metern/min abgebremst. Der
Lackvorhang ist beziglich Dicke und FlieRgeschwindigkeit definiert. Da Lackvorhang
und Leiterplattentransportgeschwindigkeit annahernd gleich sind, legt sich der Lot-
stopplack als gleichmalige Schicht auf die Leiterplatte.
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Abbildung 1: Seitenansicht GieRanlage

Der Lotstopplack wird permanent aus einem Vorratsbehalter [1] in den GielRkopf [4]
gepumpt und flie3t Uber eine Auffangrinne wieder in den Vorratsbehalter zurtck. Um
gleichbleibende Prozelparameter zu halten, wird die Viskositat des Lotstopplackes
wahrend des Umpumpens permanent durch ein Viskositatsmel3system [3] Uberpruft
und durch ein automatisches Dosiersystem durch Zugabe von Lésemittel aus dem Lo-
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sungsmittelvorratsbehalter [2] in den vorgegebenen Viskositatstoleranzen gehalten. Da
die Lackviskositat von der Temperatur abhangig ist, mufl auf eine konstante Temperie-
rung des Lackes geachtet werden. In der Regel wird der Lack im Vorratsbehalter tber
einen Kuhlkreislauf temperiert, da er durch die Lackpumpe standig erwarmt wird. Die
Lackmenge, die je nach Schichtdickenanforderung aufgebracht werden muf}, wird
zweckmalig uber die Drehzahl der Pumpe [5] eingestellt. Die Feineinstellung erfolgt
Uber eine Wagung der aufgebrachten NaRRlackmenge auf eine Probeleiterplatte.

Wenn nach der Vortrocknung direkt die zweite Leiterplattenseite beschichtet werden
soll, ist unbedingt darauf zu achten, dal} die Leiterplatte vor der Beschichtung der
zweiten Seite um 180° gedreht wird. Durch diese Drehung wird verhindert, da® eine
Seite der Wandungen der Locher und Durchkontaktierungen beim Beschichten der
zweiten Seite doppelt mit Létstopplack beschichtet wird. Bei einer doppelten Beschich-
tung dieser Wandungsseiten mufd die Entwicklungszeit verlangert werden, damit keine
Reste des Lotstopplackes in den Lochern verbleiben, wodurch jedoch die erzielbare
Auflésung der Lotstoppmaske unnotig verschlechtert wird.

Eine einfache Giel¥linie besteht aus einem Giel3kopf und einer nachgeschalteten Tro-
ckenstrecke zur Vortrocknung des Lackes. Hierbei kommen reine IR- sowie Konvekti-
onstrockenstrecken — zum Teil aber auch Kombinationen aus beiden Systemen — zum
Einsatz. Da die IR-Trocknung sehr schnell verlauft und der Temperaturverlauf schwie-
riger zu steuern ist, werden die Konvektionstrockner haufig bevorzugt. Fir die IR-
Trockner spricht hingegen der kompakte Aufbau der Anlagen bei hohen Durchsatzen.
Der Trockenvorgang der Konvektionstrocknung verlauft wesentlich milder und die Ge-
fahren von Ubertrocknung oder Lésemitteleinschliissen im Lack aufgrund einer zu
schnellen Trocknung der Lackoberflache sind deutlich geringer. Giel3anlagen, die fur
einen hohen Durchsatz ausgelegt sind, bestehen aus zwei hintereinander geschalteten
Giel3kopfen zur Beschichtung beider Leiterplattenseiten, wobei jedem GielRkopf z. B.
ein Paternosterofen zur Konvektionsvortrocknung der Lotstopplackbeschichtung nach-
geschaltet ist. In der Regel wird durch den ersten Paternoster die oben beschriebene
Drehung der Leiterplatte um 180° vor der Beschichtung der zweiten Seite erreicht.

Die GielRkdpfe sind je nach Anlagenkonzeption mit einer GieRrandbegrenzung ausge-
rustet, so dald die jeweils auReren Galvanorandseiten lackfrei gehalten werden kon-
nen. Auf diese Technik ist das komplette Handlingsystem nach Beschich-
tung/Vortrocknung der zuerst beschichteten Leiterplattenseite abgestimmt. Die Leiter-
platten werden zur Vermeidung von Abdricken auf der zuerst aufgetragenen Lack-
schicht nach diesem Prozel3schritt nur noch im Randbereich gehalten. Diese speziel-
len Halte- bzw. Klammersysteme ermoglichen auch die Beschichtung und Trocknung
von sehr dinnen Substraten bis minimal 0,3 mm Dicke.

1.2 Die Siebdruckapplikation

Der Siebdruck ist ein Kontaktdruckverfahren, bei dem der Siebdrucklack mit einer Ra-
kel durch das Siebgewebe an den von der Siebbeschichtung nicht abgedeckten Fla-
chen auf den zu bedruckenden Bereich aufgetragen wird.

In der Leiterplattenproduktion werden zwei unterschiedliche Arten des Siebdruckes
angewandt. Dies ist zum einen der einseitige, horizontale Siebdruck, mit dem neben
konventionellen Siebdrucklacken auch fotostrukturierbare Lacksysteme verarbeitet
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werden. Weiterhin kommt der doppelseitige, vertikale Siebdruck zum Einsatz, mit dem
nur fotostrukturierbare Lacksysteme verarbeitet werden.

1.2.1 Siebdruck, einseitig, horizontal

Beim klassischen Siebdruck wird das zu bedruckende Material auf einer horizontalen
Unterlage (Drucktisch) fixiert und mittels des daruberliegenden Drucksiebes beschich-
tet. Bei diesem Druckverfahren sind Maschinen vom einfachsten Handdrucktisch bis
zur vollautomatisierten Siebdrucklinie mit Be- und Entlader und optischer Registrierung
des Druckgutes im Einsatz. Aufgrund der hohen Registriergenauigkeit werden neben
den fotostrukturierbaren Lacksystemen, bei denen eine hohe Registriergenauigkeit
nicht nétig ist, konventionelle Siebdrucklacke (thermisch- oder UV-hartend) verarbeitet.
Bei diesen konventionellen Lacken werden die nicht zu bedruckenden Bereiche mit ei-
nem Schablonenmaterial im Drucksieb abgedeckt. Beim Druck von fotostrukturierba-
ren Systemen werden in der Regel nur die Randbereiche mit Schablonenmaterial ab-
gedeckt. In speziellen Fallen werden hingegen auch Durchkontaktierungen zur Ver-
meidung von Lackansammlungen in den Bohrungen mit einer Schablone abgedeckt.
Hierbei ist kein hoher Schablonenaufbau notwendig, da die Schablone nur zum Ver-
schlieBen der Siebmaschen dient. Ausfuhrliche Hinweise zur Schablonenherstellung
konnen Sie unserer Technischen Information Tl 15/11 "Die Siebdruckschablone in der
Leiterplattenindustrie" entnehmen, die wir Ihnen auf Anforderung gern zur Verfligung
stellen.

1.2.2 Siebdruck, doppelseitig, horizontal

Diese Variante des klassischen Siebdruckes zur Applikation von fotostrukturierbaren
Lotstopplacken ist vor allem in den ferndstlichen Regionen stark verbreitet.

In diesem Falle wird der Lotstopplack, wie bereits unter Punkt 1.2.1 beschrieben, auf
die erste Seite appliziert. Fur den Druck auf die zweite Seite wird die erste, noch nasse
Seite auf ein Nadelbett aufgelegt. Die Position der Nadeln bzw. Stifte wird nach Mog-
lichkeit so gewahlt, dal} sie die bereits bedruckte Flache in unkritischen Bereichen be-
ruhren. Dies konnen z. B. freie Basismaterialflachen innerhalb der Schaltungen oder
innerhalb eines Mehrfachnutzens sein. Durch die sehr kleine Auflageflache der Stifte
kommt es nahezu zu keiner Beeintrachtigung der Lackschicht.

Es kann entweder mit einem Siebdrucktisch gearbeitet werden, der flr beide Seiten
auf dem Nagelbett eingerichtet ist, oder mit zwei Siebdrucktischen fur jeweils eine Sei-
te, wobei nur der fir die zweite Seite mit einem Nadelbett ausgeristet sein mul3.

1.2.3 Siebdruck, doppelseitig, vertikal

Im Siebdruck werden spezielle vertikale Siebdruckmaschinen eingesetzt, mit denen ein
gleichzeitiges Beschichten beider Leiterplattenseiten moglich ist.

Im wesentlichen basieren die vertikalen Siebdruckanlagen auf folgenden Grundprinzi-
pien,

e die Nutzen werden vertikal befestigt
e die Siebe sind im gleichen Abstand zum vertikalen Nutzen befestigt

e beide Rakel sind jederzeit exakt in der gleichen Position auf der jeweils gegenuber-
liegenden Seite des Nutzens
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der Rakelwinkel ist fur beide Rakel gleich

die Rakel besitzen den gleichen dynamischen Druck auf beiden Seiten des Nut-
zens

woraus sich die folgenden prinzipiellen Vorteile ergeben:

geringer Platzbedarf der Gesamtanlage

Beschichtung von beiden Leiterplattenseiten gleichzeitig; dadurch Druck auf zwei
gleich saubere bzw. oxidfreie Oberflachen

gemeinsame Vortrocknung der beiden Leiterplattenseiten

Leiterplatten mit gro3en Bohrungen und Ausfrasungen kénnen ohne die Gefahr von
Lackdurchschlagen — wie bei der Giel3technologie — beschichtet werden.

Grundsatzliche Vorteile des Siebdruckverfahrens gegeniber dem VorhanggieRverfah-
ren sind:

bei der Schablonentechnik kdnnen die Bereiche ausgespart werden, auf die keine
Lotstoppmaske appliziert werden soll (z. B. Galvanorand)

aufgrund des hoheren Festkdrpergehaltes ist ein deutlich geringeres Naldlackge-
wicht notwendig

die rheologischen Eigenschaften eines Siebdrucklackes (Strukturviskositat) verhin-
dern ein Ablaufen von der Leiterkante, so dal} eine bessere Kantenabdeckung bei
gleichzeitig geringerer Schichtdicke auf der Flache erzielt wird

vertikale Stellung der Leiterplatten bei der Vortrocknung, dadurch ist der Einsatz
von sehr kompakten Hangetrocknern maoglich.

Trotz der zahlreichen Vorteile des vertikalen doppelseitigen Siebdrucks bestehen auch
zwei entscheidende Nachteile dieses Beschichtungsverfahrens, die die anfangliche
Begeisterung ganz erheblich gedampft haben:

unabhangig von der Art des eingesetzten Lacksystems werden gréliere Mengen
Lack in kleine Bohrungen eingebracht. Bei leichter Abweichung der Parallelitat der
einander gegenuberliegenden Druckrakel werden Bohrungen regelrecht verfullt. Es
ist deshalb haufig schwierig fur eine vollstandige Freientwicklung dieser Bohrungen
zu sorgen bzw. extrem lange Entwicklungszeiten kdnnen fur eine vollstandige
Freientwicklung notwendig sein, wodurch die erzielbare Auflosung leidet

der erzielbare Durchsatz hangt in hohem MalRe vom gewahlten Druckmodus bzw.
der Art der zu beschichtenden Leiterplatten ab. Genannte Kapazitaten von 100 —
120 Leiterplatten pro Stunde sind in der Regel bei weitem nicht erreichbar. Insbe-
sondere bei haufigeren Formatwechseln ist der erzielbare Durchsatz geringer.
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Abbildung 2: Schema des doppelseitigen, vertikalen Siebdruckes

1.24 Anlagen fur den doppelseitigen, vertikalen Siebdruck

FUr den doppelseitigen, vertikalen Siebdruck werden semi-automatische und vollauto-
matische Anlagen angeboten. Die semi-automatischen Anlagen bestehen aus einem
manuellen Lade- und Entladebereich und einem vollautomatischen Druckbereich. Bei
den vollautomatischen Anlagen werden die Leiterplatten zusatzlich Uber einen Stapler
bzw. ein Magazin dem Druckbereich zugefuhrt. Nach dem Druckzyklus werden die be-
schichteten Leiterplatten automatisch einem vertikalen Durchlauftrockner zugefuhrt.

Sowohl die Firma Cugher, Italien, die bis 1999 solche Maschinen hergestellt hat, als
auch Circuit Automation, USA als Hersteller dieser Systeme (und inzwischen auch
Eigner der Firma Cugher) haben ihr Equipment im Hinblick auf héheren Automatisie-
rungsgrad und Verarbeitung dinner Materialien weiter optimiert. Mit den vermehrt zum
Einsatz kommenden Hangetrocknern konnen Materialstarken bis zu minimal 0,1 mm
verarbeitet werden.

1.3 Die Spruhapplikation

Bei der Spruhapplikation wird der Lotstopplack fein zerstaubt (in der Regel "air-
assisted") oder zusatzlich elektrisch aufgeladen (elektrostatisches Sprihen) und Uber
die statische Aufladung und einem geringen Luftdruck zur geerdeten Leiterplatte
transportiert. In der Praxis hat sich fiir die Spriihapplikation der Elpemer® Lotstoppla-
cke insbesondere die doppelseitige, horizontale Sprihanlage von der Firma Argus be-
wahrt, die von zahlreichen Anwendern in den USA und Kanada in Kombination mit El-
pemer® Lotstopplacken der Reihe AS 2467 verwendet wird. Diese bieten bei der zum
Spruhverfahren noétigen geringen Viskositat einen optimalen Lackverlauf und eine gute
Kantenabdeckung der Leiterkanten. Inzwischen bieten aber auch europaische Her-
steller Spruhanlagen an, zu nennen sind hier Systronic, Flein und All4-PCB, Therwill-
CH.
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1.3.1 Die Spriihapplikation

Die Leiterplatten werden in horizontaler Lage beschichtet (und vorgetrocknet), wobei
mit einem quer zur Durchlaufrichtung oszillierenden Spruhkopf beschichtet wird. Die
Spruhdusen und/oder die Zerstauberdruckluft werden auf ca. 50 - 100 °C beheizt, so
dald die Lackviskositat unmittelbar in der Spruhduse zur leichteren Zerstaubung des
Lotstopplackes reduziert wird.

Die Beheizung der Spruhdusen ermoglicht die Anwendung recht hochviskoser Lack-
systeme, was zum einen den Einsatz feststoffreicher Lacke ermdglicht und zum ande-
ren fur ein gunstiges, schnelles Vortrocknungsverhalten sorgt. So hat sich die Anwen-
dung unserer Elpemer® Lacke bei zahlreichen Kunden auf dem bewahrt, die nach
dem Anmischen nahezu in Giel3- bzw. Spruhviskositat bereitstehen.

Nicht unerwahnt bleiben sollte, dald auch die Firma Teledyne, USA ebenfalls Maschi-
nen fur die doppelseitige Spruihapplikation anbietet, die auch zur Verarbeitung von El-
pemer® Lotstopplacken verwendet werden.

1.3.2 Vor- und Nachteile bei der Anwendung von Loétstopplacken im doppel-
seitigen Spriuhverfahren

Ein erster Vorteil dieser Applikationstechnik bei der Anwendung von Elpemer® Lo6t-
stopplacken, die sehr kurze Lackvorbereitungszeit, wurde bereits erwahnt.

Ein weiterer technologischer Vorteil, der auch schon beim vertikalen, doppelseitigen
Siebdruck zum Tragen kommt, ist, dal® die Beschichtung und Vortrocknung beider Lei-
terplattenseiten prinzipiell jeweils in einem Arbeitsgang vorgenommen wird, was einen
gleichen Vortrocknungsgrad der gesamten Leiterplatte ermoglicht.

Treten bei der Beschichtung von Leiterplatten mit hoher Leiterdichte und ungunstigem
Layout bei Anwendung der Giel3- oder Siebdrucktechnologie gelegentlich Benetzungs-
probleme der Zwischenraume feiner Leiterblindel, insbesondere bei hohen Leitern auf
(Skipping), so kann diese Problematik mit der Sprihtechnologie hervorragend gelost
werden. Durch die feine Zerstaubung der Lackpartikel in der Sprihdise kénnen selbst
schwer zugangliche Leiterplattenbereiche sicher mit Lotstopplack benetzt und abge-
deckt werden. Die Spruhtechnologie sorgt ebenfalls daflir, daf} sich selbst in sehr klei-
nen Durchsteigern nur geringe Lackmengen anlagern. Der entscheidende Nachteil des
vertikalen doppelseitigen Siebdruckes tritt hier also nicht auf.

Ausfuhrliche Versuche und Schliffbildauswertungen haben des weiteren gezeigt, dal}
im SprUhverfahren erzielte Beschichtungen zu einem ausgezeichneten Verhaltnis von
Lack auf Leiter zu Lack auf Basismaterial flUhren. Die nachstehende Schliffbildauswer-
tung einer auf Argus-Equipment prozessierten Leiterplatte gibt Auskunft Gber die Kan-
tenabdeckung in diesem Verfahren:

C

D

N
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Leiterhéhe Leiterbreite Lack auf Lack auf Lack auf Lack auf Ba-
Leiterkante Leiterflache Leiterkante sismaterial
A [um] B [um] C [um] D [um] E [um] F [um]
Nr. 1 60 275 18 10 10 26
Nr. 2 60 250 20 10 14 26
Nr. 3 60 250 18 12 20 30
Nr. 4 50 250 20 12 18 30
Nr. 5 60 250 14 12 16 28
Nr. 1 65 250 12 14 16 34
Nr. 2 60 225 18 14 16 32
Nr. 3 60 225 18 14 14 32
Nr. 4 70 250 22 10 12 30
Nr. 5 70 250 22 12 10 30

Ein gravierender Nachteil der Sprihtechnik ist sicherlich das Overspray, was einerseits
zu einem erhohten Lackverbrauch und andererseits zu einer nicht unerheblichen Ver-
schmutzung der Leiterplattenhandlingsysteme fuhrt und eine Reinigung, wie oben be-
schrieben, notwendig macht. Neuere Entwicklungen mit definierter Ruckfihrung des
Oversprays lassen hier jedoch deutliche Einsparungen erwarten.

2. Vergleich der unterschiedlichen Applikationstechniken

Will man die genannten Applikationstechniken nun objektiv zueinander in Vergleich
setzen, so sollte man sie nach folgenden Aspekten vergleichen:

Automatisierungsgrad

Verfugbarkeit

Verarbeitungsprozef3

Anpassung der Beschichtungsparameter an das Leiterplattenlayout

Lackverbrauch.

21 Automatisierungsgrad

Wahrend das Vorhanggiel3en und das Spruhverfahren in der Regel als vollautomati-
sche Anlagen fur Beschichtung/Vortrocknung anzutreffen sind, werden die vertikalen
Siebdruckanlagen in der Regel als Halbautomaten angeboten. Es sollte jedoch nicht
unerwahnt bleiben, dal® auch diese vertikalen Anlagen als Vollautomaten erhaltlich
sind.

Die Spruhtechnologie bietet, wenn keine Formatwechsel notwendig sind, gute Produk-
tivitatsmerkmale. Unschlagbar ist allerdings die Gieldtechnologie, wenn die zu be-
schichtenden Formate haufig wechseln, da dies die einzige Applikationstechnik ist, die
hierzu keine Anderung der Parameter verlangt. Der vertikale doppelseitige Siebdruck
ist hier den anderen Verfahren unterlegen.

2.2 Verfligbarkeit
Eine GielRanlage bietet die hochste Verfugbarkeit, da keine Rustzeiten selbst bei For-

matwechseln nétig sind, und die Anlage in der Regel 24 Stunden am Tag lauft. Die an-
deren Applikationstechniken buf3en hier Pluspunkte ein, da bei Formatwechseln unter
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Umstanden langere Umrustzeiten, insbesondere beim vertikalen Siebdruck, anfallen.
Darlber hinaus mussen umfangreiche Einstellarbeiten vor Arbeitsbeginn bzw. Reini-
gungsarbeiten am Arbeitsende durchgeflhrt werden, wenn diese Anlagen nicht voll-
kontinuierlich betrieben werden.

23 VerarbeitungsprozelR

Unter diesem Aspekt spielen die "neuen" Applikationstechniken ihre Vorteile aus. So-
wohl der vertikale Siebdruck als auch das Sprihverfahren gewahrleisten die Beschich-
tung und Vortrocknung beider Leiterplattenseiten jeweils in einem Arbeitsgang, so dal
zwei Leiterplattenseiten gleicher Qualitdt unter Einsparung von Trocknungsenergie
vorliegen, da nur ein Ofenzyklus zur Vortrocknung notwendig ist. Daruber hinaus sind
somit kirzere Belichtungs- und Entwicklungszeiten sowie eine Reduzierung des Un-
dercut erzielbar, wodurch die Stabilitdt von feinsten Lackstrukturen erhoht wird. Im
Gegensatz dazu kénnen die Leiterplattenseiten im GieRRverfahren nur nacheinander
prozessiert werden, was zwei unterschiedlich stark vorgetrocknete Lotstopplackflachen
nach sich zieht. Beachtet werden muf} hier allerdings die Problematik der Freientwick-
lung von kleineren Bohrungen im Falle des vertikalen doppelseitigen Siebdrucks.

24 Anpassung der Beschichtungsparameter an das Leiterplattenlayout

Ahnlich dem Aspekt Verfligbarkeit kann hier die Gietechnologie Vorteile verbuchen,
da lediglich das entsprechende Naflackgewicht justiert werden muf. Dem entgegen
mussen bei den Siebdruckverfahren recht umfangreiche Parametereinstellungen und
ggf. Siebwechsel vorgenommen werden. Eine mittlere Position nehmen hier die
Spruhverfahren ein. Bei haufig wiederkehrenden Formaten bietet sich hier die Mog-
lichkeit, das komplette Anlagen-Set-up Uber die Computersteuerung abrufen zu kon-
nen.

2.5 Lackverbrauch

Betrachtet man den reinen Lackverbrauch pro Flache Leiterplatte, so schneidet hier si-
cherlich die GielRtechnologie am ungunstigsten ab, da aufgrund des vergleichsweise
geringen Festkorpergehaltes dieser Lacke zur sicheren Kantenabdeckung der Leiter
mit einem hoéheren Nallackgewicht appliziert werden muf3. Dartber hinaus kénnen
selbst mit einer installierten GieRrandbegrenzung lediglich die dulleren Galvanorander
lackfrei gehalten werden.

Der vertikale, doppelseitige Siebdruck bietet Lackeinsparungspotentiale aufgrund des
hohen Festkorpergehaltes der eingesetzten Lacke und aufgrund der Tatsache, dal}
der komplette Galvanorand lackfrei gehalten werden kann. Lackverluste treten aller-
dings durch die Siebreinigung infolge haufiger Formatwechsel auf.

Durch die guten rheologischen Eigenschaften des Siebdrucklackes wird ein besseres
Verhaltnis der Lackschichtdicken erreicht. So wird bei gleicher Kantenabdeckung wie
in der Gieldtechnologie eine geringere Schichtdicke auf dem Basismaterial appliziert.
Dies reduziert ebenfalls den Lackverbrauch und vermeidet Probleme im Bestlckungs-
prozeld aufgrund zu hoher Lackschichtdicken.

Die Spruhtechnologie letztlich zeichnet sich ahnlich dem Siebdruck durch einen niedri-
gen Lackverbrauch pro Flache aus, weil durch die feine Zerstdubung des Lackes keine
Einbettung des Leiterbildes stattfindet, sondern eine ausreichende Leiterkantenabde-
ckung bei gleichzeitig geringer Lackschichtdicke auf Basismaterialebenen erreicht
wird. Negativ zu Buche schlagt lediglich das Overspray, welches aber bei geschickter
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Parameteranpassung minimiert werden kann. Von Herstellern der Sprahanlagen wird
das Overspray mit ca. 10 % beziffert, was im Vergleich mit den Overspray-Werten alte-
rer Anlagentechnologien (z. B. elektrostatisches Spruhen) als duf3erst gering bezeich-
net werden kann. Zu beachten ist allerdings, dal bei unginstigen Anlageneinstellun-
gen das Overspray deutlich hdher liegen kann.

3. Elpemer® Lotstopplacke fiir jeden Anwendungsfall

Die Elpemer® Lotstopplacke, sowohl die polyalkohol-entwickelbaren Einstellungen der
Reihe 2469 SM als auch die waldrig-alkalisch-entwickelbaren Typen der Reihe 2467,
sind in verschiedenen Formulierungen flur jeden hier beschriebenen Anwendungsfall
erhaltlich. Die Gie3- und Siebdruckeinstellungen erweisen sich auch fur die Anwen-
dung auf neuester Anlagentechnik (Paternoster-Umlufttrockner bzw. vertikaler Sieb-
druck) als voll kompatibel und bestens geeignet.

Durch die nahezu senkrechten Lackflanken ist die Darstellung feinster Details, wie
z. B. Lackstege zwischen SMD-Pads, problemlos mdglich, eine hohe Produktivitat und
Wirtschaftlichkeit ist durch kurze Prozel3zeiten und optimale Lackeigenschaften si-
chergestellt.

Schliel3lich haben sich die Elpemer® AS (Index AS = air-assisted spray) Einstellungen
hervorragend fur den Einsatz auf Spruhanlagen bewahrt.

Relativ neu sind die fotostrukturierbaren Lotstopplacke der Reihe Elpemer®
2463 FLEX. Hierbei handelt es sich um walrig-alkalisch-entwickelbare Lacksysteme
fur die Siebdruckapplikation, die speziell fur die Herstellung von flexiblen Schaltungen
entwickelt wurden und sich stark wachsender Beliebtheit erfreuen.

4. Zusammenfassung:

Einen grundsatzlichen "Favoriten" bei der Auswahl eines Applikationsverfahrens gibt
es nicht. Vielmehr bestimmt das Spektrum der bei einem Hersteller zu fertigenden Lei-
terplatten das zu favorisierende Applikationsverfahren. Dieses sollte dann die meisten
Vorteile unter den gegebenen Bedingungen bieten. Bei der Auswahl eines geeigneten
Applikationsverfahrens steht die PETERS Engineering fiir Elektroniklacke GmbH +
Co KG gerne hilfreich zur Seite und erstellt im Bedarfsfalle komplette Anlagenkonzep-
te namhafter Hersteller.
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